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0402(C0G)贴片陶瓷电容器规格书
一.应用范围:

本承认规格书适用于高压电子线路中作耦合，滤波，谐振等。如开关电源、AC-DC

电源转换器、DC-DC 电源转换器、网络/通讯接口、LCD 模组背光电源供应器、节能灯镇

流器等中高压片式陶瓷电容器(MLCC 类)。

二. 测试条件:

2.1 标准状态: 无特别规定时，在标准状态进行试验及测定。

(a) 常 温 : 15~35℃ (b) 常 湿 : 45~75%RH (c) 常 压 : 86~106kPa

2.2 标准相对状态: 假如对标准状态的测定值判定有疑问或特别要求的情况下，以

标准相对状态测定结果判定。

(a) 常 温 : 25±2℃ (b) 常 湿 : 60~70%RH (c) 常 压 : 86~106kPa

三. 品名构成说明:

例 : 0402 COG 101 K 500 N T

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

项目 No 表 示 说 明

①

产

品

尺

寸

代码 0201 0402 0603 0805

L*W (inch) 0.02*0.01 0.04*0.02 0.06*0.03 0.08*0.05

L*W (mm) 0.50*0.25 1.00*0.50 1.60*0.80 2.00*1.25

代码 1206 1210 1808 1812

L*W (inch) 0.12*0.06 0.12*0.10 0.18*0.08 0.18*0.12

L*W (mm) 3.20*1.60 3.20*2.50 4.50*2.00 4.50*3.20

代码 1808 1825 2211 2225

L*W (inch) 0.18*0.08 0.18*0.25 0.22*0.11 0.22*0.25

L*W (mm) 4.50*2.00 4.50*6.30 5.70*2.8 5.70*6.30

② 温 度 特 性 : C0G (0±30 PPM/℃)，X7R (±15%) ，X5R (±15%)

③ 公称静电容量: 8R0 ─ 8.0，100─10，101─100(三数字法,单位：pF)

④ 静电容量公差: B-±0.1pF C - ±0.25pF, D - ±0.5pF, J - ±5%, K- ±10%

⑤ 额定电压(DC): 250 ─ 25，251 ─ 250，252 ─ 2500 (三数字法,单位：V)

⑥ 端 头 材 料:由内至外：铜/银-镍-锡

⑦
包 装 方 式:

T 编带包装

P 散装(PE 袋) ，可省略
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四. 制品结构和尺寸:

☆ 制品结构:

序号 名称

① 陶瓷介质

② 内电极

③ 外电极

④ 镍层

⑤ 锡层

☆ 制品尺寸:

型号 尺寸 (mm)

英制表示 公制表示 L W T WB

0402 1005 1.00±0.1 0.50±0.1 0.50±0.05 0.30±0.10
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五. 规格及测试方法:

No 项目 规格 测试方法

1 使用温度范围 -55~+125℃

2 外观及尺寸
外观无可见损伤

尺寸符合规格要求

目视检查外观.
尺寸使用游标卡尺测量.

3 静电容量 符合规定许容差以内

NPO特性:

标称容量 测试频率 测试电压

≤1000pF 1MHz±10% 1.0±
0.2Vrms＞1000 pF 1KHz±10%

4
损耗角正切

(DF 值)

NPO特性 :
DF≤0.56%, Cr＜5 pF
DF≤1.5[(150/Cr)+7]×10-4

(5pF≤Cr＜50pF)
DF≤0.15%，Cr≥50pF

Cr≤1000pF,以频率 1±10%MHz,电压 1V±0.2rms测
定.
Cr＞1000pF,以频率 1±10%KHz,电压 1V±0.2rms
测定.

5 绝缘电阻

NPO特性 :
IR≥50000MΩ,C≤10nF
IR*Cr≥500*1011,C＞10nF

测试电压:额定电压

测试时间:60±5秒测

试湿度:≤75% 测试

温度:25±5℃
测试充放电电流:≤50mA

6 耐电压

（DC）
无介质被击穿或损伤

Ur=100V,.....................2.5倍额定电压

Ur=200V/250V,........2.0倍额定电压

Ur=450/500/630V,2.0倍额定电压

1KV≤Ur≤2KV,............1.2倍额定电压

2KV＜Ur,......................1.1倍额定电压

升压时间为：1～2S保压时间为：2S

7 可焊性 ■上锡率应大于95%
■外观无可见损伤

将电容器在80-120℃预热10-30秒,无铅焊料,使用

助焊剂；焊锡温度：245±5℃

8 焊锡耐

热性

外观 无可见损伤,上锡率≥95%

将电容器在100-200℃预热10±2秒,浸锡温度:265
±5℃,浸锡时间:5±1秒.然后取出溶剂清洗干净.室
温,放置时间:24±2小时.

静电

容量变

化率

┃ΔC/C┃≤±0.5%或±0.5pF
取较大值

DF值 同 NO4

IR 同 NO5
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No 项目 规格 测试方法

9 抗弯曲

强度

外观 无可见损伤 试验基板：Al2O3 或 PCB
PCB板的尺寸：

厚度 : 1.6mm
长度: 100mm
宽度: 40mm

弯曲深度: 1mm
施压速度: 0.5mm/sec.
单位: mm
应在弯曲状态下进行测量。

静电容

量变化

率

┃ΔC/C┃≤10%

弯曲深度

45±2 45±2

10 端头结合强度 外观无可见损伤

11 温度循环
┃ΔC/C┃≤1%或±1pF
取较大值

电容器作 5次温度循环.

在常温常湿下放置 24±2小时后再测试.

步骤 温度(℃) 时间

1 下限温度 30±3分钟

2 常温常湿 2~3分钟

3 上限温度 30±3分钟

4 常温常湿 2~3分钟



第 5 页 共 13 页

注：NO3，11，12，13电容的初值测定：先放在 150℃预热 1小时,再常温常压放置48小时测试。

No 项目 规格 测试方法

12 耐湿性

外观 无可见损伤

试验完成后，在常温常湿下放置 24小时后再测试.

温度 40±2℃
湿度 90~95%RH

时间 500±+24小时

静电容

量变化

率

┃ΔC/C┃≤±2%或±1pF
取较大值

DF值 ≤2倍的初始标准

IR
IR≥2500MΩ或 IR*Cr≥25S
取较小值

13 高温负

荷实验

外观 无可见损伤
充放电流限制在 50mA以下.

在常温常湿下放置 48±4小时后再测试.

温

度

125±3℃

时

间

1000±48小时

电压

100V≤V≤250V 2倍额定电压

250V＜V＜1KV 1.5倍额定电压

1KV≤V 1.2倍额定电压

静电容

量变化

率

┃ΔC/C┃≤±2%或±1pF取

较大值

DF值 ≤2倍的初始标准

IR

特性:

IR≥4000MΩ或 IR*Cr≥40S
取较小值
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No 项目 规格 测试方法

14 电路板耐弯曲性

能
不出现裂缝或其它缺陷

使用混合焊锡将电容器焊接在图1的夹具(玻璃

环氧树脂)上,然后再图 2所释放向加力.焊接应

用回流焊进行 ,避免焊接不均及热冲击等不良

现象.

SIZE A B C
0603(1608) 1.0 3.0 1.2
0805(2012) 1.2 4 1.65
1206(3216) 2.2 5 2
1210(3225) 2.2 5 2.9
1812(4532) 3.5 7 3.7
2220(5750) 4.5 8 5.6
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六、包装方式
☆卷盘结构

0805 型产品纸带尺寸：

代号

规格 A B C D E F G H J T

0603
1.10
0.10

1.90
0.10

8.00
0.10

3.50
0.05

1.75
0.10

4.00
0.10

2.00
0.10

4.00
0.10

1.50
-0/+0.10

1.10
Max

尺寸 0603

纸带包装（Pcs） 4000
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七、环保指令的符合性：

7.1、RoHS指令：

《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》

7.2、REACH指令：

《化学品注册、评估、许可和限制法规》

（始终符合由欧洲化学品管理署所发行之 REACH指令中关于高度关注化学物质

（SVHC）的最新要求！若有不符，将及时通知！）
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